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(54) Halbleiter-Leuchtvorrichtung

(57) Die Leuchtvorrichtung weist mindestens eine
Halbleiterlichtquelle und ein Tragerelement zum Tragen
der mindestens einen Halbleiterlichtquelle auf, wobei die
Halbleiterlichtquelle mittels eines Isolierungskérpers von
dem Tragerelement elektrisch getrennt ist und wobei ei-

ne zumindest teilweise lichtdurchlassige Abdeckung an
dem Tragerelement befestigt ist, so dass durch die Ab-
deckung und das Tragerelement ein Hohlraum zur Auf-
nahme der mindestens einen Halbleiterlichtquelle gebil-
det wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtvorrichtung
mit mindestens einer Halbleiterlichtquelle und einem Tra-
gerelement zum Tragen der mindestens einen Halblei-
terlichtquelle.

[0002] LED-Leuchtvorrichtungen, insbesondere licht-
starke LED-Module, missen typischerweise gekuhlt
werden, um eine Uberhitzung der Leuchtdioden zu ver-
meiden, und sind dazu mit entsprechenden. Kihlkdrpern
verbunden. Um eine ausreichende Konvektion am Kuhl-
korper zu erreichen, wird der Kilhlkérper meist an einer
Leuchtenaussenseite befestigt und somit bertuhrbar. Fur
eine Einteilung in eine Schutzklasse (I bis IIl) gem&aR DIN
EN 60598-1 (VDE 0711-1) missen jedoch die Kihlkor-
per zu beriihrbaren Flachen oder die LED-Leuchtvorrich-
tungen zum Kihlkorper elektrisch isoliert werden und da-
zu Luft- und Kriechstrecken zwischen LED-Leuchtvor-
richtungen und Kihlkérper beachtet werden. Dies ver-
schlechtert die thermische Anbindung der LED-Leucht-
vorrichtungen und verringertderen Lebensdauer. Zudem
werden zur Erreichung der normgerechten elektrischen
Isolation haufig aufwéndige und teure SELV- oder SELV-
aquivalente Betriebsgerate verwendet, welche viel Platz
benotigen, um die notwendigen Luft- und Kriechstrecken
einzuhalten. Alternativ werden Kihlkérper in Leuchten
eingebaut, um nicht mehr beriihrbar zu sein. Dies ver-
schlechtert aber ebenfalls die thermische Kopplung des
Kuhlkérpers an die Umgebung.

[0003] Eine elektrisch isolierende Montage zwischen
einer LED-Leuchtvorrichtung mit Metallkernplatine und
dem Kiihlkorper ist jedoch aufwendig. Die Montage der
LED-Leuchtvorrichtung kann beispielsweise unter Be-
ricksichtigung der Luft- und Kriechstrecken nicht einfach
durch Verschraubung erfolgen, sondern muss aufwendig
geklemmt, gepresst oder geklebt werden. Dies hat eine
schlechtere thermische Kopplung und einen erhdhten
mechanischen -Aufwand zur Folge.

[0004] Esiistdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Leuchtvorrichtung mit hoher elektrische Isolierung,
insbesondere gemal der Schutzklassen | bis Il nach
DIN EN 60598-1, bereitzustellen, welche zudem einfach
herstellbar und montierbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird mittels einer Leuchtvorrich-
tung nach Anspruch 1 geldst. Bevorzugte Ausfiihrungs-
formen sind insbesondere den abhéngigen Anspriichen
entnehmbar.

[0006] Die Leuchtvorrichtung weist mindestens eine
Halbleiterlichtquelle sowie mindestens ein Tragerele-
ment zum Tragen jeweils mindestens einer Halbleiter-
lichtquelle auf. Die Leuchtvorrichtung kann als Lampe
oder Leuchte ausgestaltet sein.

[0007] Die Halbleiterlichtquelle ist mittels eines oder
mehreren Isolierungskérpern von dem Tragerelement
getrennt. Die Leuchtvorrichtung weist ferner eine zumin-
dest teilweise lichtdurchlassige Abdeckung auf, wobei
durch die Abdeckung und das Tragerelement ein Hohl-
raum zur Aufnahme der mindestens einen Halbleiterlicht-
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quelle gebildet wird.

[0008] Aufgrund des Hohlraums wird die mindestens
eine Lichtquelle gegeniiber &uf3eren Einflissen, insbe-
sondere gegeniiber einer Beriihrung durch einen Nutzer,
allseitig geschitzt und isoliest aufgebaut. Da zudem das
Tragerelement elektrisch gegen die mindestens eine
Lichtquelle isoliert ist, kann dieses ohne weitere elektri-
sche Isolierung montiert werden, z. B. auf einem Kuhl-
korper. Mittels dieser Konstruktion ist es nun beispiels-
weise sehr einfach méglich, normgerechte (z. B. nach
DIN EN 60598-1) Leuchten mit geringem Konstruktions-
aufwand zu entwickeln. Es muss nur noch die thermische
Konstruktion der Leuchte bertcksichtigt werden, nicht
mehr eine elektrische Isolierung. Insbesondere kann ein
Kuhlkorper ohne weiteres auf3enliegend montiert wer-
den, was eine hohe Wéarmeabfuhr ermdglicht. Eine auf-
wandige galvanische Trennung zu einem Betriebsgerat
(mit den SELV- oder SELV-aquivalenten Bauteilen wie
einem Optokoppler) und eine raumliche Trennung kén-
nen entfallen. Das Betriebsgerat kann erheblich platz-
sparender und kostengiinstiger ausfallen. Durch die
nicht mehr benétigte galvanische Trennung erhéht sich
zudem der Wirkungsgrad der Vorrichtung.

[0009] Es kann eine Leuehtvorrichtung bevorzugt
sein, bei der die lichtdurchlassige Abdeckung an dem
Tragerelement befestigt ist. Dadurch wird eine beson-
ders kompakte Bauform erreicht.

[0010] Es kann aber auch eine Leuchtvorrichtung be-
vorzugt sein, bei der die lichtdurchlassige Abdeckung
und das Tragerelement auf einem gemeinsamen Grund-
trager befestigt sind. Der gemeinsame Grundtrager ist
vorzugsweise ein Gehause fir einen Treiber, kann aber
auch ein anderes Element sein, z. B. ein Kilhlkérper, ein
Gehéauseteil und so weiter.

[0011] Es wird eine Leuehtvorrichtung besonders be-
vorzugt, welche mindestens ein Labyrinth (also ein ver-
schlungenes, verzweigtes oder unverzweigtes Wegesy-
stem) zur Durchfihrung mindestens einer elektrischen
Leitung in den Hohlraum aufweist. Durch das Labyrinth
wird eine anwendungsunabhangige elektrische Kontak-
tierung der Elemente im Hohlraum von auf3erhalb des
Hohlraums durch die Luft- und Kriechstrecken so ermég-
licht, dass keine geradlinige Spannungsstrecke zu einem
spannungsfuhrenden Punkt existiert. Dadurch ist eine
besonders kompakte und sichere Bauweise mdglich. Es
mag lediglich eine durch ein Labyrinth erzeugte Durch-
fihrung vorhanden sein, oder es kbnnen mehrere durch
ein jeweiliges Labyrinth erzeugte Durchfiihrungen vor-
handen sein, z. B. an unterschiedlichen Stellen, insbe-
sondere an gegenuberliegenden Seiten.

[0012] Es wird eine Leuchtvorrichtung bevorzugt, bei
der das Tragerelement als Warme von der Lichtquelle
ableitend ausgestaltet ist. Das Tragerelement kann dazu
beispielsweise eine warmeverteilende Platine, einen
Kuhlkdrper und / oder ein Gehduse aufweisen, und zwar
auch in funktionaler Kombination, z. B. ein kiihlendes
Gehéuse einer Leuchte ('Luminaire’). Die Platine ist vor-
zugsweise als Metallkernplatine ausgestaltet. Die Platine
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kann Wéarmedurchkontaktierungen ("thermal vias") auf-
weisen. Da beispielsweise nun eine als Tragerelement
dienende Metallkernplatine bertihrbar ist, kann sie auf
einen Kuhlkorper auf beliebige Art montiert werden, z.
B. mittels Schraubens, Klebens, Klemmens oder Ra-
stens. Dadurch ergibt sich eine sehr gute thermische An-
bindung. Die thermische Kopplung des Tragerelements
speziell mit einem Kihlkdrper und / oder einer Platine
kann insbesondere durch eine Schraubung verbessert
werden, im Fall eines Kihlkdrpers beispielsweise durch
Verschraubung direkt auf groRen Kiuhlflachen, was eine
erhohte Lebensdauer und Lichtausbeute zur Folge hat.
[0013] Es wird ferner eine Leuchtvorrichtung bevor-
zugt, bei welcher der Isolierungskorper eine oder meh-
rere Kunststoffschichten und / oder eine oder mehrere
Keramikschichten aufweist. Als Kunststoffschicht wird ei-
ne Kunststoffverbundschicht ("Verbundfolie”) aus zwei
oder mehr Lagen bzw. Schichten bevorzugt, um eine
elektrische Isolierung auch bei einer Beschadigung einer
der Schichten aufrechterhalten zu kdnnen. Alternativ
sind eine ausreichend dicke einfache Isolierschicht oder
mehrere einzelne Isolierschichten einsetzbar. Der Isolie-
rungskorper ist vorzugsweise aus einem diinnen Mate-
rial ausgestaltet, z. B. aus Kunststoff mit einer Dicke von
nicht mehr als 0,2 mm. Jedoch ist dies ausschlie3lich
beispielhaft zu verstehen und hangt unter anderem von
dem gewahlten Material (Keramik, Kunststoffart usw.),
der Anforderung an die Isolierung, Umgebungsbedin-
gungen usw. ab. Jedoch ist ein diinnerer Isolierungskor-
per meist vorzuziehen. Dadurch wird eine hohe Isolie-
rung bei gleichzeitig guter Formgebung erreicht.

[0014] Es wird zur Einstellung einer Lichtabstrahlcha-
rakteristik und flr eine hohe Lichtstarke eine Leuchtvor-
richtung bevorzugt, bei der die Abdeckung mindestens
ein lichtdurchlassiges optisches Element zur Fihrung
der von der mindestens einen Lichtquelle ausgehenden
Lichtstrahlen aufweist. Das mindestens eine optische
Element umfasst vorzugsweise eine Linse und / oder ei-
nen Reflektor.

[0015] Das Labyrinth kann zumindest teilweise im Tra-
gerelement, in der Abdeckung oder zwischen dem Tré-
gerelement und der Abdeckung ausgebildet sein. Es wird
zur Erreichung einer kompakten Bauweise eine Leucht-
vorrichtung bevorzugt, bei welcher zumindest ein Teil
des Isolierungskoérpers zumindest einen Teil des Laby-
rinths bildet, und zwar vorzugsweise als ein Teil einer
Wandung des Labyrinths.

[0016] Das Labyrinth kann aber bevorzugt auch so
ausgestaltet sein, das es von unten mittels elektrisch iso-
lierender langlicher Durchfiihrungen / Kanale seitlich zu
den elektrischen Kontakten (oder allgemein zu stromfiih-
renden Elementen) in den Hohlraum eingefiihrt wird. Ei-
ne Versorgungsleitung wird dann zur Kontaktierung zu-
nachst im Kanal in den Hohlraum hochlaufen und dann
im Hohlraum seitlich zur Kontaktzone abbiegen. Dadurch
wird ein gerader Weg zwischen der AuRenseite des Hohl-
raums und den stromfiihrenden Teilen darin verhindert,
und die Luft- und Kriechstrecken kdnnen bei einer aus-
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reichend kompakten Bauweise eingehalten werden.
[0017] Es wird insbesondere bevorzugt, wenn die
elektrisch isolierenden Durchfiihrungen fir die Verbin-
dungsleitungen einen Teil eines Gehauses fiir ein Be-
triebsgeréat darstellen, z. B. einen LED-Treiber. In ande-
ren Worten sind das Gehéuse und die Durchfiihrungen
einstiickig (ohne Spalte usw. dazwischen ausgefiuhrt).
Es wird insbesondere bevorzugt, wenn diese Gehause,
das vorzugsweise aus elektrisch isolierendem Material
besteht, einen Grundtrager fur die LED-Vorrichtung dar-
stellt.

[0018] Es wird bevorzugt, wenn gepriifte dreifach iso-
lierte Anschlussdréhte, die vorkonfektioniert oder nicht
vorkonfektioniert sein kdénnen, zum elektrischen An-
schluss der in dem Hohlraum vorhandenen elektrischen
bzw. elektronischen Bauelemente verwendet werden.
Sie kdnnen z. B. durch Kabeleinlasse des Labyrinths an
einer Seite oder mehreren Seiten gefuhrt, und zwar mit
oder ohne Zugentlastung.

[0019] Eswirdzur Erreichung ausreichend langer Luft-
und Kriechstrecken bei gleichzeitig kompakter Bauform
eine Leuchtvorrichtung besonders bevorzugt, bei wel-
cherder Isolierungskérper einen vondem Tragerelement
hochstehenden Bereich aufweist und bei dem das Laby-
rinth zumindest teilweise zwischen dem hochstehenden
Bereich und der Abdeckung verlauft. Vorzugsweise ist
der Isolierungskorper schalenférmig. Die Unterseite des
Bodens der Schale liegt vorzugsweise auf dem Trage-
relement auf, insbesondere flachig, wahrend auf der
Oberseite des Bodens (in der Schale) die mindestens
eine Lichtquelle angeordnet, z. B. aufgeklebt, angedriickt
oder geklemmt, ist. Der Schalenrand entspricht dann
dem hochstehenden Bereich.

[0020] Es wird eine Leuchtvorrichtung bevorzugt, bei
der die Halbleiterlichtquelle mindestens eine Leucht-
diode aufweist. Die Art der mindestens einen Leucht-
diode ist nicht beschrénkt. Es kann eine Leuchtvorrich-
tung bevorzugt sein, bei der die Halbleiterlichtquelle min-
destens eine LED-Lampe, also ein gehaustes, an-
schlussfertiges LED-Leuchtmittel, aufweist. Es kann
aber auch eine Leuchtvorrichtung bevorzugt sein, bei der
die Halbleiterlichtquelle mindestens ein Multichip-LED-
Modul aufweist, welches mehrere auf einem gemeinsa-
men Substrat montierte, insbesondere oberflachenmon-
tierte, LED-Chips, und optional weitere Bauelemente
aufweist wie z. B. eine zugehdrige Treiberlogik, Senso-
ren (Helligkeitssensor, Farbsensor, Temperatursensor
usw.), Steuereinrichtungen (z. B. Mikrocontroller, Pro-
zessoren usw.) und / oder Wandler. Die Art der Leucht-
dioden ist nicht eingeschrankt. So kénnen die einzelnen
Leuchtdioden jeweils einfarbig oder mehrfarbig, z. B.
weil3, abstrahlen. Bei Vorliegen mehrerer Leuchtdioden
kénnen diese gleichfarbig (einfarbig oder mehrfarbig)
und / oder verschiedenfarbig leuchten. So mag ein LED-
Modul mehrere Einzel-LEDs, einschlieflich Einzel-LED-
Chips, (LED-Cluster’) aufweisen, welche zusammen ein
weilles Mischlicht ergeben kénnen, z. B. in 'kaltweil?’
oder 'warmweil¥'. Zur Erzeugung eines weif3en Misch-
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lichts umfasst das LED-Cluster bevorzugt Leuchtdioden,
die zumindest in den Grundfarben rot (R), griin (G) und
blau (B) leuchten. Dabei kbnnen einzelne oder mehrere
Farben auch von mehreren LEDs gleichzeitig erzeugt
werden; so sind Kombinationen RGB, RRGB, RGGB,
RGBB, RGGBB usw. mdglich. Jedoch ist die Farbkom-
bination nicht auf R, G und B (und A) beschrankt. Zur
Erzeugung eines warmweil3en Farbtons kdnnen bei-
spielsweise auch eine oder mehrere bernsteinfarbige
LEDs 'amber’ (A) vorhanden sein. Es kdnnen zusétzlich
auch oder wei3e LEDs vorhanden sein. Bei LEDs mit
unterschiedlichen Farben kénnen diese auch so ange-
steuert werden, dass das LED-Modul in einem durch-
stimmbaren RGB-Farbbereich abstrahlt. Zur Erzeugung
eines weil3en Lichts aus einer Mischung von blauem
Licht mit gelbem Licht kénnen auch mit Leuchtstoff ver-
sehene blaue LED-Chips verwendet werden, z. B. in
Oberflachenmontagetechnikt z. B. in ThinGaN- oder
ThInGAIP-Technik. Dann kann ein LED-Modul auch
mehrere weil3e Einzel-Chips aufweisen, wodurch sich ei-
ne einfache Skalierbarkeit des Lichtstroms erreichen
lasst. Die Einzel-Chips und / oder die Module kénnen mit
geeigneten Optiken zur Strahlfiihrung (Priméaroptiken)
ausgeristet sein, z. B. Fresnel-Linsen, Kollimatoren,
Konzentratoren und so weiter. Anstelle von oder zusatz-
lich zu anorganischen Leuchtdioden, z. B. auf Basis von
InGaN oder AlinGaP, sind allgemein auch organische
LEDs (OLEDS) einsetzbar. Auch kénnen z. B. Diodenla-
ser verwendet werden.

[0021] Es wird ferner eine Leuchtvorrichtung bevor-
zugt, bei welcher im Hohlraum am Tragerelement und
elektrisch isoliert davon mindestens ein Steuerbaustein,
insbesondere Treiber, zum Steuern der mindestens ei-
nen Halbleiterlichtquelle angeordnet ist. Allgemein kon-
nen auf dem Tragerelement nicht nur die mindestens ei-
ne Lichtquelle, sondern auch mindestens ein elektroni-
sches Element, wie ein Logikbaustein oder miniaturisier-
te Widerstande, Kondensatoren, Induktoren usw., ange-
ordnet sein. Solche elektronischen Elemente kénnen
auch auf dem Multichip-LED-Hodul angebracht sein.
[0022] Es wird eine Leuchtvorrichtung bevorzugt, bei
welcher die Halbleiterlichtquelle, z. B. ein LED-Modul,
insbesondere LED-Multichip-Modul, in den Isolierungs-
korpers einsetzbar ist, insbesondere passend einsetzbar
ist.

[0023] Die Leuchtvorrichtung weist vorzugsweise fer-
ner ein, insbesondere mit Netzspannung betreibbarer.
Betriebsgerat ohne galvanische Trennung zwischen sei-
ner Primarseite und seiner Sekundarseite auf. Ein sol-
ches Betriebsgeréat erreicht eine besonders kompakte
Bauform. Es wird besonders bevorzugt, wenn die Leucht-
vorrichtung als Lampe oder Leuchte ausgestaltet ist und
das Betriebsgerat (elektrisch isoliert) in einen Lampen-
oder Leuchtenkopf integrierbar ist, ggf. auch in einen
Sockel einer Lampe usw.

[0024] Diese Leuchtvorrichtung kann in jede Leuch-
tenart und / oder mit jeder Schutzklasse eingesetzt wer-
den. Diese Leuchtvorrichtung kann insbesondere wie ei-
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ne "Standardlampe" verwendet werden.

[0025] Es wird jedoch eine Leuchtvorrichtung bevor-
zugt, welche als Retrofit-Vorrichtung ausgestaltet ist, z.
B. als Retrofit-Lampe.

[0026] Indenfolgenden Figuren wird die Erfindung an-
hand eines Ausflihrungsbeispiels schematisch genauer
beschrieben. Dabei kénnen zur besseren Ubersichtlich-
keit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen
Bezugszeichen versehen sein.

FIG1 zeigtals Schnittdarstellung in Seitenansicht ei-
ne Leuchtvorrichtung geman einer ersten Aus-
fuhrungsform;

FIG 2  zeigtals Schnittdarstellung in Seitenansicht ei-
ne Leuchtvorrichtung gemaR einer zweiten
Ausfuhrungsform;

FIG3  zeigt von schrag vorne als Explosionszeich-
nung ein Substrat einer Halbleiterlichtquelle
und eine schalenférmige Isolierung einer
Leuchtvorrichtung gemaf einer dritten Ausfiih-
rungsform;

FIG 4  zeigtals Schnittdarstellung in Seitenansicht ei-
ne Leuchtvorrichtung gemaR einer dritten Aus-
fuhrungsform; und

FIG5 zeigtals Schnittdarstellung in Seitenansicht ei-
ne Leuchtvorrichtung gemaf einer vierten Aus-
fuhrungsform.

[0027] FIG 1 zeigt eine Leuchtvorrichtung 1, bei der
eine Halbleiterlichtquelle in Form einer Leuchtdiode
(LED) 2 auf einer schalenférmigen, elektrisch isolieren-
den Verbundkunststofffolie 3 als Isolierungskorper befe-
stigt ist. Die Verbundkunststofffolie 3 wiederum sitzt mit
einer Unterseite ihres Bodens flachig auf einem Trage-
relement in Form einer Metallkernplatine 4 auf, wobei
von dem Boden seitlich umlaufend eine davon hochste-
hende Seitenwand abgeht. Die LED 2 liegt somit mittels
der Verbundkunststofffolie 3 elektrisch getrennt auf der
Metallkernplatine 4 auf. Auf der Metallkernplatine 4 ist
eine haubenférmige Abdeckung 5 befestigt, welche die
Verbundkunststofffolie 3 umgibt, so dass durch die Ab-
deckung 5 und die Metallkernplatine 4 ein Hohlraum 6
zur Aufnahme der LED 2 gebildet wird. Die Metallkern-
platine 4 tragt somit auch die Abdeckung 5. Im Hohlraum
6 ist auf eine zur LED 5 analogen Weise ein Treiber 7
auf der Verbundkunststofffolie 3 befestigt, welcher zum
Steuern eines Versorgungsstroms zur LED 2 dient. Der
Treiber 7 ist dazu mit der LED 2 Uber eine elektrische
Verbindungsleitung 8 verbunden. Zur elektrischen Ver-
sorgung des Treibers 7 und der LED 2 sind zwei Versor-
gungsleitungen 9,10 vorhanden, die an den Treiber 7
bzw. die LED 2 angeschlossen sind und jeweils an ge-
geniberliegenden Seiten aus dem Hohlraum 6 nach Au-
Ben gefiihrt sind.
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[0028] Die Durchfiihrungen sind jeweils als Labyrinth
11 ausgefiihrt, d. h., dass die Durchfiihrungen nicht ge-
radlinig nach AuRen fuhren, wodurch eine Luft- und
Kriechstrecke zwischen der auRenseitigen Offnung des
Labyrinths 11 und dem néchsten spannungsfiihrenden
Punkt (Anschlussklemme 12 der LED 2 einerseits und
Anschlussklemme des Treibers 7 andererseits) verlan-
gert wird. In der gezeigten Ausfiihrung betragt die Luft-
und Kriechstrecke mindestens 6,5 mm und erfullt somit
die Leuchtenanforderungen gemafl DIN EN 60598-1.
Selbstverstandlich kann die Luft- und Kriechstrecke je
nach Anforderung (Sicherheitsanforderungen, Span-
nungspegel, Umgebungsbedingungen, ...) auch kurzer
oder langer ausgelegt sein. Im Einzelnen weist das La-
byrinth 11 eine seitliche Durchfiihrung 13 in der Abdek-
kung 5 auf, welche in einen Zwischenraum 14 fiihrt, der
umlaufend zwischen der Seitenwand der Abdeckung 5
und der hochstehenden Seitenwand der Verbundkunst-
stofffolie (Isolierung) 3 gebildet wird. Der Zwischenraum
14, der fur die Versorgungsleitungen 9,10 zur Durchfiih-
rung bzw. Labyrinth 11 zahlt, fiihrt von der Durchfiihrung
13 bis hoch zum oberen Rand der Verbundkunststofffolie
3. Die Versorgungsleitungen 9,10 werden von dort zum
jeweils anzuschlieBenden Element 2,7 gefuhrt. Die Lan-
ge der sich so ergebenden minimalen Luft- und Kriech-
strecke setzt sich aus der Léange der Durchfiihrung 13,
der Hohe des Zwischenraums 14 zwischen der Durch-
fuhrung 13 und dem Rand der Verbundkunststofffolie 3
und aus der kirzesten direkten Linie vom Rand zum ei-
nem spannungsfilhrenden Punkt 12 zusammen und be-
tragt in diesem Ausflihrungsbeispiel mehr als 6,5 mm.
[0029] Die Abdeckung 5 weist oberhalb der LED 2 ei-
nen lichtdurchlassigen Bereich 15 auf, durch welchen
von der LED 2 abgestrahltes Licht austreten kann. Im
gezeigten Ausfuhrungsbeispiel weist der lichtdurchléssi-
ge Bereich 15 eine Linse 16 zur Strahlfihrung auf, welche
sich an ihrer der LED 2 zugewandten Seite der Form der
LED 2 anpasst und zu dieser einen Spalt gleichmagiger
Spaltbreite einhalt. Dadurch wird der Uberwiegende Teil
des von der LED 2 emittierten Lichts nach Aufen abge-
strahlt. Zur Erhéhung der Lichtauskopplung aus der
Leuchtvorrichtung 1 ist die umlaufende Seitenwand 17
der Linse 16 als Reflektor ausgestaltet. Die Abdeckung
5 kann durch Schraubldcher 18 mit der Metallkernplatine
4 verschraubt werden.

[0030] Die Metallkernplatine 4 kann nun ohne beson-
dere Beriicksichtigung einer elektrischen Isolierung mit
einem mit Kiihlrippen versehenen Kuhlkérper 19 verbun-
den, insbesondere einfach verschraubt, werden. Die
Warme wird hier teilweise mittels Narmestrahlung und
teilweise mittels Konvektion vom Kihlkdrper 19 abge-
fuhrt. Dazu wird der Kuihlkdrper 19 mittels eines Ventila-
tors 20 aktiv gekuhlt. Die gezeigte Leuchtvorrichtung 1
ist mit oder ohne Kiihlkdrper 19 als eigenstandige Leuch-
te ('Luminaire’) einsetzbar, oder auch als Lampe zum
Einbau in eine Leuchte.

[0031] FIG 2 zeigt eine Leuchtvorrichtung 21, bei der
nun mehrere oberflachenmontierte LED-Chips, die ledig-
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lich zur Ubersichtlicheren Darstellung mittels der einzel-
nen LED 2 skizziert sind, mit dem Treiber 7 auf einem
gemeinsamen keramischen AIN-Substrat ('Submount’)
22 aufgebracht sind. Diese Elemente 2,7,22 bilden somit
ein Multichip-LED-Modul. Dieses Multichipmodul 2,7,22
ist nun auf einer Isolierschicht 23 aus Keramik aufge-
bracht. Die die Isolierschicht 23 tragende Metallkernpla-
tine 4 stellt dann den LED-Modultréger dar. Um das Mul-
tichipmodul 2,7,22 auf der Isolierschicht 23 zu halten,
weist die Abdeckung 5 ferner ein Andriickmittel in Form
eines nach unten (in Richtung des Hohlraums 6 gerich-
teten) zumindest abschnittsweise umlaufenden Vor-
sprungs 24 auf, der so bemessen ist, dass er im mon-
tierten Zustand der Abdeckung 5 das Substrat 22 nach
unten auf die Isolierung 23 driickt und so den Sitz des
Multichipmoduls 2,7,22 unterstitzt oder gewahrleistet.
Im Vorsprung 24 sind - hier nicht eingezeichnete - Durch-
lasse fur die Versorgungsleitungen 9,10 vorhanden.
[0032] Die LED 2 kann in einer alternativen Ausfiih-
rungsform einem LED-Submount mit darauf montierten
LED-Chipsentsprechen, wobeider LED-Submountdann
auf einer (inneren) Metallkernplatine 22 als Modultréger
aufliegt, welche wiederum auf dem Isolierkérper 23 und
folgend auf der (auBeren) Metallkernplatine 4 aufliegt.
[0033] Auch hier kann die Leuchtvorrichtung 21 als
Lampe oder Leuchte eingerichtet sein.

[0034] FIG 3 zeigt von schrag vorne ein LED-Modul-
Substrat 25 eines Multichip-LED-Moduls und eine das
Substrat 25 passend aufnehmende schalenférmige Iso-
lierung 26 einer Leuchtvorrichtung 27 gemaf einer wei-
teren Ausfuhrungsform. Das LED-Modul-Substrat 25
weist hier eine sechseckige Grundform auf, bei der statt
der Ecken des Sechsecks Schraubdurchfiihrungen 28
eingebracht sind. Lediglich zur einfacheren Darstellung
ist auf der hier sichtbaren Vorderseite des LED-Modul-
Substrats 25 der darauf montierte Submount mit den wie-
derum darauf montierten mehreren wei3en LED-Chips
und entsprechende Treiberlogik nicht eingezeichnet.
Das LED-Modul-Substrat 25 ist als Metallkernplatine
ausgebildet. Als ein LED-Modul kann beispielsweise ein
LED-Modul der OSTAR-Reihe verwendet werden, wel-
ches von der Fa. OSRAM Opto Semiconductors GmbH
angeboten wird, z. B. vom Typ LEW E3A, oder ein LED-
Modul vom Typ Ariche AX32X1 der Fa. Seoul Semicon-
ductor.

[0035] Gezeigt ist somit ein Isolierungskoérper fiir ein
LED-Modul, in welchen das LED-Modul einsetzbar ist,
wobei der Isolierungskorper das LED-Modul seitlich voll-
stéandig umgibt. Im gezeigten Fall umgibt eine Seiten-
wand des Isolierungskorpers das LED-Modul vorzugs-
weise seitlich vollstandig. Vorzugsweise Uberragt der
Isolierungskérper tberragt das LED-Modul. Der Isolie-
rungskorper ist vorzugsweise einstiickig ausgefihrt. Der
Isolierungskérper ist vorzugsweise vollstandig geschlos-
sen, d. h., ohne Durchfuhrungen. Vorzugsweise ent-
spricht die Form der Querschnittskontur der Innenseite
der Seitenwand des Isolierungskorpers (hier: sechsek-
kig) der Form der auf3eren Querschnittskontur des LED-
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Moduls bzw. dessen Modultragers, vorzugsweise pas-
send. Gezeigtist auch ein System aus Isolierungskdrper
und darin aufgenommenen LEU-Modul.

[0036] Im eingebauten Zustand sitzt das LED-Modul-
Substrat 25 auf dem Boden 29 des Isolierungskorpers
26 auf und ist von deren sechseckiger Seitenwand 30
umgeben. Der Isolierungskorper 26 ist zur Erreichung
einer guten Isolierung einstiickig aufgebaut. Im Fall eines
Isolierungskdrpers aus Kunststoff wird dieser vorzugs-
weise spritzgegossen. Im Fall eines hier bevorzugten
Isolierungskoérpers 26 aus Keramik wird diese vorzugs-
weise als einstiickiger Grunkdrper gepresst und dann
gesintert. Es wird ein Material bevorzugt, das sowohl gut
elektrisch isolierend als auch gut warmeleitend ist, z. B.
Aluminiumnitrid (AIN)-Keramik mit einer Warmeleitfahig-
keit von ca. 180 W/(m-K).

[0037] Selbstverstandlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die gezeigten Ausflhrungsbeispiele be-
schrénkt.

[0038] So kann auch auf ein Labyrinth verzichtet wer-
den, z. B., indem auf den hochstehenden Bereich (Sei-
tenwand) des Isolators verzichtet wird, was insbesonde-
re zur einfachen Herstellung einer keramischen Isolie-
rung vorteilhaft sein kann. Zur Einhaltung von Luft- und
Kriechstrecken kann es dann aber nétig sein, die seitli-
chen Abmessungen zu vergroRern, was fur eine kom-
pakte Bauweise nachteilig ist. Anstelle von oder zuséatz-
lich zu einer Linse kann beispielsweise auch ein Beu-
gungselement und / oder ein (CPC-, CHC, CEC-, Frei-
form- usw.) Konzentrator zur Lichtfuhrung verwendet
werden. Die Optik kann transparent und / oder translu-
zent (opak) ausgebildet sein.

[0039] FIG 4 zeigt eine Leuchtvorrichtung 31 gemaf
einer dritten Ausfihrungsform, bei der nun im Gegensatz
zudenin FIG 1 und FIG 2 gezeigten Ausfihrungsformen
die Abdeckung 32 nicht auf dem Tragerelement 4 (hier:
einem Leuchtengehause oder einem dezidierten Kihl-
korper) befestigt ist. Vielmehr liegen das Tragerelement
4 und die Abdeckung 32 nun gemeinsam auf einem
Grundtréger 33 auf, das hier als elektrisch isolierendes
Treibergeh&use fiir einen als LED-Betriebsgerét dienen-
den LED-Treiber 34 ausgebildet ist. Die Versorgungslei-
tungen 9, 10 fiihren vom Treiber 34 zu dem hier verwen-
deten LED-Modul bzw. den LED-Chips 2. Auf den eige-
nen Treiber 7 des LED-Moduls kann dann verzichtet wer-
den, oder die Treiber 7 und 34 arbeiten arbeitsteilig, wie
hier dargestellt. Statt eines Treibers 7 kann aber weiter-
hin ein anderes Element vorhanden sein, z. B. ein Sen-
sorelement. Dazu weist das Geh&use 33 an der Aufla-
geseite 35 vorstehende rohrférmige Leitungsdurchfih-
rungen 36 auf. Diese Leitungsdurchfiihrungen 36 passen
zwischen das auf der Auflageseite 35 aufsitzende Tra-
gerelement 4 und die ebenfalls auf der Auflageseite 35
aufsitzende, das Trégerelement 4 umgebende Abdek-
kung 32. Alternativ kdnnen Durchfihrungen im Trage-
relement4 und/oderinder Auflageflache der Abdeckung
32 eingebracht sein.

[0040] Die Leitungsdurchfiilhrungen 36 reichen somit
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in den Hohlraum 6, von der Abdeckung 32 und dem Tré&-
gerelement 4 gebildet wird. Die Durchfiihrungen 36 bil-
den ein Labyrinth fur die Versorgungsleitungen 9,10, da
keine geradlinige Verbindung zu einem stromfiihrenden
Teil im Hohlraum vorhanden ist; vielmehr muss die je-
weilige Versorgungsleitung 9, 10 nach dem Austritt aus
der Durchfuihrung 36 seitlich zur Rohrrichtung verlaufen.
Die Lange der Luft- und Kriechstrecke wird dabei jeweils
erstens durch den seitlichen Abstand der Durchfiihrun-
gen 36 von einem stromfiihrenden Teil und zweitens
durch die Hohe der Durchfuhrungen 36 bestimmt. Bei
Verwendung der Durchfuhrungen 36 kann auch darauf
verzichtet werden, die Isolierschicht 23 randseitig hoch-
zustellen.

[0041] Im Gegensatz zu den Ausfuhrungsformen aus
FIG 1 und FIG 2 ist die Abdeckung 32 nun mehrstiickig
ausgerithrt und umfasst zumindest einen Stitzrand 37,
auf dem lichtabstrahlseitig ein Deckel 38 aufgesetzt ist.
Der Deckel 38 weist zumindest den lichtdurchléssigen
Bereich 15 analog zu FIG 1 und FIG 2 auf, als auch die
das Substrat 22 des LED-Moduls auf die Isolierung 23
druckenden Vorspriinge 24 bzw. Stifte.

[0042] Zur Befestigung am Treibergehduse 33 wird
der Stutzrand 37 an die Auflageseite 35 des Treiberge-
hauses 33 geschraubt, alternativ geklebt, geklemmt usw.
Dadurch driicken die Vorspriinge 24 das Substrat 22 auf
die Isolierschicht 23 und auf das Tragerelement 4. Das
Tragerelement 4 kann auf der Auflageseite 35 des Trei-
bergehduses 33 mit allen geeigneten Befestigungsarten
angebracht werden, z. B. geklebt, geschraubt, gepresst
usw. Somit wird das LED-Modul mit einfachen Mitteln
fest eingepresst.

[0043] FIG 5 zeigt eine Leuchtvorrichtung 39 gemarn
einer vierten Ausfiihrungsform mit &hnlichem Aufbau wie
die Leuchtvorrichtung 31 aus FIG 4, welche nun aber
nun zur Aufnahme mehrerer getrennt hergestellter LED
oder, wie hier gezeigt, LED-Module eingerichtet ist, wel-
che miteinander elektrisch verschaltet sind, z. B. in Rei-
he, und Uber den gemeinsamen Treiber 34 mit Strom
versorgt werden. Zur Aufnahme mehrerer LED-Module
weist die Abdeckung hier mehrere Vorspriinge 24 je Mo-
dulposition auf. Die LED-Module werden durch die Vor-
spriinge 24 auf ein gemeinsames Tragerelement 4 ge-
presst.

Bezugszeichenliste
[0044]

Leuchtvorrichtung

Leuchtdiode
Verbundkunststofffolie / Keramik
Metallkernplatine

Abdeckung

Hohlraum

Treiber

Verbindungsleitung
Versorgungsleitung
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11
10  Versorgungsleitung
11  Labyrinth
12 Anschlussklemme
13  seitliche Durchfiihrung
14  Zwischenraum
15 lichtdurchl&ssiger Bereich
16 Linse
17  reflektierende Seitenwand
18  Schraubloch
19  Kuhlkdrper
20 Ventilator
21  Leuchtvorrichtung
22 Substrat
23  Isolierschicht
24 Vorsprung
25 LED-Modul-Substrat
26  lIsolierung
27  Leuchtvorrichtung
28  Schraubdurchfihrungen
29 Boden
30 sechseckige Seitenwand
31  Leuchtvorrichtung
32  Abdeckung
33  Treibergehause
34  Treiber
35 Auflageseite
36  Durchfuihrungen
37  Stutzrand
38  Deckel
39  Leuchtvorrichtung
Patentanspriiche
1. Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39), aufweisend

- mindestens eine Halbleiterlichtquelle (2;2, 7,
22;25) und

- mindestens ein Tragerelement (4) zum Tragen
jeweils mindestens einer Halbleiterlichtquelle

2,
wobei

- die Halbleiterlichtquelle (2;2, 7, 22;25) mittels
eines Isolierungskorpers (3;23;26) von dem Tré-
gerelement (4) elektrisch getrennt ist und

- ferner aufweisend eine zumindest teilweise
lichtdurchlassige Abdeckung (5;32), wobei
durch die Abdeckung (5) und das Tragerele-
ment (4) ein Hohlraum (6) zur Aufnahme der
mindestens einen Halbleiterlichtquelle (2;2, 7,
22;25) gebildet wird.

Leuchtvorrichtung (1;21;27) nach Anspruch 1, bei
der die lichtdurchlassige Abdeckung (5) an dem Tra-
gerelement (4) befestigt ist.
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3.

10.

11.

12.

13.

12

Leuchtvorrichtung (31;39) nach Anspruch 1, bei der
die lichtdurchlassige Abdeckung (32) und das Tra-
gerelement (4) auf einem gemeinsamen Grundtra-
ger (33) befestigt sind.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der die Leuchtvor-
richtung (1;21;27) mindestens ein Labyrinth
(11,13,14) zur Durchflihrung mindestens einer elek-
trischen Leitung (9,10) inden Hohlraum (6) ausweist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der das Tragerele-
ment (4;19) eine warmeverteilende Platine (4), einen
Kuhlkérper (19) und / oder ein Gehduse aufweist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, bei welcher der Isolierungs-
korper eine oder mehrere Kunststoffverbundschich-
ten (3) und/ oder eine oder mehrere Keramikschich-
ten (23;26) aufweist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der die Abdeckung
(5;32) mindestens ein optisches Element (16,17)
aufweist.

Leuchtvorrichtung (1;21) nach einem Anspriiche 4
bis 7, bei welcher zumindest ein Teil des Isolierungs-
korpers (3;23;26) zumindest einen Teil des Laby-
rinths (11,14) bildet.

Leuchtvorrichtung (1;21) nach Anspruch 8, bei wel-
cher der Isolierungskoérper (3;23;26) einen von dem
Tragerelement (4) hochstehenden Bereich (30) auf-
weist und das Labyrinth (11,14) zumindest teilweise
zwischen dem hochstehenden Bereich (30) und der
Abdeckung (5) verlauft.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der die Halbleiter-
lichtquelle mindestens eine Leuchtdiode (2) auf-
weist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach Anspruch 9,
bei der die Halbleiterlichtquelle mindestens eine
LED-Lampe (2) und / oder ein Multichip-LED-Modul
(2,7,22;25) aufweist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspruche, bei welcher im Hohl-
raum (6) am Tragerelement (4) und elektrisch isoliert
davon mindestens ein Steuerbaustein, insbesonde-
re Treiber (7), zum Steuern der mindestens einen
Halbleiterlichtquelle (2;2,7,22;25) angeordnet ist.

Leuchtvorrichtung (1;21;27) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, bei welcher die Halbleiter-



14.

15.
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lichtquelle (25) passend in den Isolierungskérpers
(26) einsetzbar ist.

Leuchtvorrichtung (31;39) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, ferner aufweisend ein, insbe-
sondere mit Netzspannung betreibbares, Betriebs-
gerat (33) ohne galvanische Trennung zwischen sei-
ner Primarseite und seiner Sekundarseite.

Leuchtvorrichtung (1;21;27;31;39) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, welche als Retrofit-
Vorrichtung ausgestaltet ist.
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